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Abstract (Basic): DE 4428732 C 

The coil is embedded In the plastic of the chip card. Individual 
coils (9,10) are carried in the form of conducting track windings on 
mechanically flexible carrier elements combined to form a flat strip. 

When the strip is folded together at marked positions (1 7) the 
inductance of the coils laid one on top of the other is increased, 
whereby holes formed in the foil at defined, repetitive positions, can 
be used to make electrical connections to the coils. 

USE/ADVANTAGE • For transferring electromagnetic signals and power 
between chip cards and external equipment. Coil arrangements can be 
simply made and their effect combined by electrical connection. Optimal 
use is made of limited space in chip card. 
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@ Mehriagige Chipkartenspulen fur kontaktfreie Chtpkarten 

@ Es wird oin Verfahren der Faltung zur Kombination von 
Spulen auf flexiblem Tragermaterial beschrieben, welches 
durch das Obereinanderlegen von Spulen eine Verstarkung 
der Induktivitat der Spulen erzeugt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur An- 
ordnung von Spulen zum Zwecke der Erhohung ihrer 
Induktivitat in Chipkarten. 5 

Es sind Plastikkarten als Chipkarten bekannt, welche 
kontaktfrei mit Schreib/Lesegeraten Energie und Daten 
austauschen. Diese Karten werden fur vielfache Anwen- 
dungen wie beispielsweise Identifikationszwecke, Zu- 
trittskontroUkarten eingesetzt. Ein Oberbiick uber sol- 10 
che Karten und deren Anwendungen ist in drei Ausga- 
ben der Elektronik Jahrgang 13 zusammengesteilt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in einfa- 
ciier Weise Spuienanordnungen zu schaffen, die in Chip- 
karten durch eiektrische Verbindung in ihrer Wirkung 15 
zu kombinieren sind und den begrenzten Raum in einer 
Kane optimal nutzen. 

Diese Aufgabe wird durch die in dem Anspruch ange- 
gebenen Merkmale geldst und wird nachfolgend in ei- 
ner Ausf uhrungsf orm beschrieben : 20 

Fig. 1 zeigt schematisch die Spulen 9, 10 auf derselben 
Seite der Folic (wobei die Spulen in ublicher und be- 
kannter Weise durch eine Isolierschicht geschutzt sind). 
Es konnen auch Spulen auf der gegenuberliegenden Sei- 
te der F lie angeordnet werden. Die Spulen sind auf der 25 
Folie so angeordnet, daB ihre beiden Enden bei Faltung 
(an den Kontaktfiachen 1, 2 und 3, 4) in der gewunschten 
W ise zueinander passen. Werden beispielsweise die 
Spulen 9, 10 abereinandergeiegt, setzt sich der Drehsinn 
der einen Spule in der anderen Spule fort Die Kontakt- 30 
enden der Spulen konnen an den vorgegebenen Lo- 
chern in der Folie zusammentreffen, und bei Verbin- 
dung mit einem lettfahigen und flieOfahigen Material 
sind die Spulen elektrisch verbindbar, womit sich eine 
Verdoppelung der induktiven Wirkung einer Spule er- 3s 
gibt. Die Verbindung der Kontaktfiachen 2, 4 kann bei- 
spielsweise auch uber eine Schaltung in dem elektroni- 
schen Chip einer Chipkarte erfolgen, an den die Spulen- 
enden angeschlossen werden. 

Die Erfindung betrifft gemaB dem Anspruch ein Ver- 40 
fahren zur Anordnung von Spulen fur kontaktfreie 
Chipkan n (SmartcardX welche Spulen 9, 10 zur elek- 
tromagnetischen Kopplung der Karten mit ihrer Um- 
welt enthalten. Es werden Spuienanordnungen be- 
schrieben, welche die Spuienwirkung einer Spule auf 45 
einem Tragerelement durch Obereinanderlegen von 
Tragerielementen vervielfachL Durch das Obereinan- 
derlegen der Tragerelemente wird die Dicke der Karte 
zur Erhohung der Spuienwirkung ausgenutzt. Karten 
konnen derart auf kleinem Raum mehr Leistung von 50 
einem Sender empfangen. Es k5nnen Daten uber groQe- 
re Entfemung iibertragen werden. 

Das Tragermaterial kann beispielsweise auf einer 
Rolle 16 aufgewickeit werden und kann an bestimmten 
vorgegebenen Stellen 17 zum Zwecke der Obereinan- 55 
derlegung gefaltet werden. Die konzentrisch angeord- 
neten Leiterbahnen konnen so angeordnet werden^ daB 
bei Faltung des Bandes, die richtigen Punkte der Spulen 
an markierten Stellen ubereinanderliegen. Die Erfin- 
dung beschreibt femer ein Verfahren zur elektrischen eo 
Verbindung der einzelnen Spulen an vorgegebenen 
Stellen durch eingebrachte Locher in dem flexiblen Tra- 
germateriaL 

In den Fig. 2 bis 4 sind durch die Bezugszeichen 
13, 14 jew ils ein Tragerelement, 65 

15 ein Loch, 

16 eine Rolle, und 

17 eine Stelle 



bezeichnet. 

Patentanspnich 

Verfahren zur Einbringung von Spuienanordnun- 
gen in Chipkarten^ wobei die Spuienanordnungen 
zum Zweck der Gbertragung von el ktr magneti- 
schen Signaien und Leistung zwischen Chipkarten 
und extemen Geraten in das Plastik der IC- Karte 
einzubetten sind^ dadurch gekennzeichnet, daB 
einzelne Spulen (9, 10) in Form von Leiterbahnwin- 
dungen auf mechanisch biegbaren, flexiblen Tra- 
gereiementen (13, 14) galvanisch aufgetragen und 
die Tragerelemente in einem fiachigen, zusammen- 
hangenden Band angeordnet sind, und daB bei Zu- 
sammenfalten des Bandes an markierten Stellen 
(17) sich eine Verstarkung der Induktivitat der 
ubereinandergelegten Spulen ergibt, wobei Locher, 
welche in der Folie an definierten, wiederkehren- 
den Stellen angebracht sind, zur elektrischen Ver- 
bindung der Spulen verwendet werden konnen. 
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Figur 3 
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Figur 4 



